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Male non shielded shown
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Handschriftliche Anderungen auf
CAD Zeichnungen sind nicht zulassig!

Darstellung Buchsenleiste ungeschirmt
Female shielded shown
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recommended squeegee direction
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Durchkontaktierte Bereiche (7x)
Plated through areas (7x)

TM3F*
M/IF* IM/2F*

Nicht Durchkontaktierte Bohrung (2x)
Non Plated through hole (2x)

— Durchkontaktierte Bohrung (3x)
Plated through hole (3x)

Schirm/shield

*1,2,3,4,5,6,7 und/and 8 entspricht der Kontaktnummer / equal to contact-no.

4M/6F*

5M/5F*

M = Stift / Male, F = Buchse / Female

Zugunsten der Genauigkeit ist eine Stapelverarbeitung zu vermeiden !
For the benefit of accuracy batch manufaturing should be avoided !

Schirm/shield

Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

Copyright by ERNI Production GmbH & Co. KG

Corner radius of stencil apertures:

Zeichnungs- Mal3 / Malf / Mals / Mal3 /
Nr./Drawing-| Version Diminsion | Dimension | Dimension | Dimension
No. X+0,05 Y +0,1 Z+0,05 W nom.
225293,
225296, Stift / Male 9,0 mm 15,8 mm 3,1 mm 1,0 mm
225299
225293,
225296, Stift / Male 9,0 mm 14,2 mm 1,9 mm 1,6 mm
225299
225293,
225296, Stift / Male 9.0 mm 12,6 mm 0,8 mm 2,0 mm
225299
2222%3;%25' i‘g’r::fe/ 725mm | 158mm | 31mm | 10mm
2222552%"; ?:‘:’r::l‘fe/ 725mm | 142mm | 19mm | 16mm
2222553;%25’ i‘;cr:Z‘fe/ 725mm | 126mm | 08mm | 20mm
Empfohlene Dicke der Pastendruckschablone: >=150 pm
Recommended thickness of paste printing stencil:
Eckenradien der Schablonendffnungen:
0,1-0,2mm

recommended.

Bei diinnen Schablonen (<150um) wird die Verwendung von Lotpreforms dringend
empfohlen; If thin stencils are used (<150um) solder preforms are strongly

Lotpreforms miissen mindestens teilweise in der Lotpaste platziert werden
Solder preforms have to be placed at least partly in solder paste

Lotpreform BaugréBe
SAC 0402 Spule 5000 Stk. | onrequest
Solder
preform Size 0402 T&R 5000 pcs. | onrequest

Further notes:

Fehlende Malie sind aus dem verfiigharen CAD-Modell zu entnehmen.

All missing dimensions can be taken from the available CAD-file.

Empfehlungen fiir Konturen beziiglich Kupferlagen, Stopplack, Pastendruck und

Positionierung der Preforms siehe CAD-Modell.

Recommendations for outlines of copper layers, solder resist, paste printing and
position of preforms refer to CAD-File.

Das CAD Modell fiir die Layoutempfehlungen unterliegt nicht dem Anderunsdienst!

The CAD-file for Layout-Recommendations can be changed without notice!
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Tolerances

1SO 8015

Date

Drawn = 30.04.2014
Checked = 30.04.2014
Approved  02.07.2015

Modification Nr. Date Name

Name

Scale

Material
All Dimensions

inmm

Henzler
Olteanu
Henzler

Production GmbH & Co. KG

D-73099 ADELBERG

Class

2:1

Designation

Tool-Nr.:

LP-Layout_M12_90°_8p

225508

M12

PCB-Layout_M12_90°_8p

A3
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